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(57)摘要

本发明涉及一种柔性电子设备及柔性电子

设备的组装方法，该柔性电子设备，包括柔性基

板和电子器件，所述电子器件设置于所述柔性基

板内表面上；硅胶壳体，设置于所述柔性基板一

侧；液体硅橡胶层和硅酮粘结剂膜层，相互粘结

设置，且所述液体硅橡胶层粘结于所述硅胶壳体

内表面上，硅酮粘结剂膜层粘结于所述柔性基板

内表面上。硅酮粘结剂膜层与所述柔性基板紧密

粘结，从而起到过渡层作用，并使得硅胶壳体与

柔性基板之间紧密粘结，从而加柔性电子设备的

粘接强度以及稳定性。
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1.一种柔性电子设备的组装方法，其特征在于，包括以下步骤:

将硅胶壳体(3)放入组装治具下模(6)，然后在所述硅胶壳体(3)的粘合面上涂液体硅

橡胶；

在柔性基板(1)上设置电子器件(2)，然后在所述柔性基板(1)的粘合面上涂硅酮粘结

剂，再进行烘烤以使硅酮粘结剂形成硅酮粘结剂膜；

将烘烤后的所述柔性基板(1)和所述电子器件(2)放置于所述硅胶壳体(3)的内表面

上，使硅酮粘结剂膜和液体硅橡胶相互连接，得到组装治具下模组件；

将组装治具上模(7)和所述组装治具下模组件进行合模，然后经定型工艺后取出，得到

所述柔性电子设备；

所述硅胶壳体(3)上形成有槽口；在所述硅胶壳体(3)的粘合面上涂液体硅橡胶步骤

中，将液体硅橡胶涂至所述硅胶壳体(3)对应于所述槽口周围的表面上；在所述柔性基板

(1)的粘合面上涂硅酮粘结剂中，在所述柔性基板(1)对应于所述电子器件(2)周围的表面

上涂硅酮粘结剂；将烘烤后的所述柔性基板(1)和所述电子器件(2)放置于所述硅胶壳体

(3)的内表面上的步骤中，将所述电子器件(2)对应放置于所述槽口中。

2.如权利要求1所述的柔性电子设备的组装方法，其特征在于，所述烘烤的过程中，烘

烤温度为40℃‑65℃，烘烤时间为20min‑50min。

3.如权利要求1所述的柔性电子设备的组装方法，其特征在于，所述定型工艺包括以下

步骤：在所述组装治具上模(7)施加50‑70kg压力并持续施压10‑30分钟，然后去除压力，再

静置70‑90分钟后取出。

4.如权利要求3所述的柔性电子设备的组装方法，其特征在于，所述定型工艺还包括：

取出后再静置12‑36小时。

5.如权利要求1所述的柔性电子设备的组装方法，其特征在于，所述组装治具下模(6)

设有安装槽，将所述硅胶壳体(3)放入所述组装治具下模(6  )的步骤中，将所述硅胶壳体

(3)放入所述安装槽中；所述合模的步骤中，所述安装槽底面与所述组装治具上模(7  )内表

面之间的距离为0.6‑0.8mm。

6.一种柔性电子设备，其特征在于，基于权利要求1所述的柔性电子设备的组装方法，

包括:柔性基板(1)和电子器件(2)，所述电子器件(2)设置于所述柔性基板(1)内表面上；

硅胶壳体(3)，设置于所述柔性基板(1)一侧；

液体硅橡胶层(4)和硅酮粘结剂膜层(5)，相互粘结设置，且所述液体硅橡胶层(4)粘结

于所述硅胶壳体(3)内表面上，所述硅酮粘结剂膜层(5)粘结于所述柔性基板(1)内表面上。

7.如权利要求6所述的柔性电子设备，其特征在于，所述液体硅橡胶层(4)的厚度为

0.1mm～0.2mm。

8.如权利要求6所述的柔性电子设备，其特征在于，所述柔性基板(1)为PET板、PC板、PP

板、TPE板或TPU板。
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一种柔性电子设备及柔性电子设备的组装方法

技术领域

[0001] 本发明涉及柔性电子技术领域，特别是涉及一种柔性电子设备及柔性电子设备的

组装方法。

背景技术

[0002] 柔性电子是一种新兴的电子技术，以其独特的柔性、延展性以及高效、低成本制造

工艺，在诸如柔性传感器、可穿戴设备、医疗等领域有着广泛的应用。柔性电子设备通常包

括柔性基板，制作在柔性基板上的有机/无机材料电子器件，以及连接于所述柔性基板上的

硅胶壳，而且柔性基板和硅胶壳之间通过粘合工艺进行组装。

[0003] 目前，粘合工艺通常使用的胶水有快干胶、UV胶、液体胶(包括常温固化液体胶和

高温固化液体胶)、热熔胶等，其中快干胶容易脆断，无法满足组装后的防尘防水的要求；UV

胶组装的两种材料中必须有一面为透明的；热熔胶组装后会使本来柔性的部件变硬影响使

用体验；常温固化液体胶在组装两个硬度和表面张力差异大的材料时不稳定，无法通过可

靠行实验，影响产品的使用寿命，高温固化液体胶无法使用，因为在产品内部含有电池的产

品上，因为电池无法承受高温。因此，现有常用的胶水粘合组装的柔性电子产品无法通过可

靠行测试，无法满足柔性电子设备的设计使用需求。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种柔性电子设备及其组装方法，该组装方法制备得到的

柔性电子设备具有良好的可靠性，满足设计使用需求。

[0005] 为实现上述目的，本发明采用了如下技术方案：

[0006] 本发明提供了一种柔性电子设备，包括:柔性基板和电子器件，所述电子器件设置

于所述柔性基板内表面上；硅胶壳体，设置于所述柔性基板一侧；液体硅橡胶层和硅酮粘结

剂膜层，相互粘结设置，且所述液体硅橡胶层粘结于所述硅胶壳体内表面上，硅酮粘结剂膜

层粘结于所述柔性基板内表面上。

[0007] 优选地，所述液体硅橡胶层的厚度为0.1mm～0.2mm。

[0008] 优选地，所述柔性基板为PET板、PC板、PP板、TPE板或TPU板。

[0009] 本发明还提供了一种柔性电子设备的组装方法，包括以下步骤：将硅胶壳体放入

组装治具下模，然后在所述硅胶壳体的粘合面上涂液体硅橡胶；在所述柔性基板上设置所

述电子器件，然后在所述柔性基板的粘合面上涂硅酮粘结剂，再进行烘烤以使硅酮粘结剂

形成硅酮粘结剂膜；将烘烤后的所述柔性基板和所述电子器件放置于所述硅胶壳体的内表

面上，使硅酮粘结剂膜和液体硅橡胶相互连接，得到组装治具下模组件；将组装治具上模和

所述组装治具下模组件进行合模，然后经定型工艺后取出，得到所述柔性电子设备。

[0010] 优选地，所述烘烤的过程中，烘烤温度为40℃‑65℃，烘烤时间为  20min‑50min。

[0011] 优选地，所述定型工艺包括以下步骤：在所述组装治具上模施加50‑70kg  压力并

持续施压10‑30分钟，然后去除压力，再静置70‑90分钟后取出。
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[0012] 优选地，所述定型工艺还包括：取出后再静置12‑36小时。

[0013] 优选地，所述组装治具下模设有安装槽，将所述硅胶壳体放入所述组装治具下模

的步骤中，将所述硅胶壳体放入所述安装槽中；所述合模的步骤中，所述安装槽底面与所述

组装治具上模内表面之间的距离为0.6‑0.8mm。

[0014] 优选地，所述硅胶壳体上形成有槽口；在所述硅胶壳体的粘合面上涂液体硅橡胶

步骤中，将液体硅橡胶涂至所述硅胶壳体对应于所述槽口周围的表面上；在所述柔性基板

的粘合面上涂硅酮粘结剂中，在所述柔性基板对应于所述电子器件周围的表面上涂硅酮粘

结剂；将烘烤后的所述柔性基板和所述电子器件放置于所述硅胶壳体的内表面上的步骤

中，将所述电子器件对应放置于所述槽口中。

[0015] 相比现有技术，本发明的有益效果在于：

[0016] 上述技术方案中所提供的柔性电子设备，柔性基板和硅胶壳体之间通过液体硅橡

胶层和硅酮粘结剂膜层进行粘结，其中硅酮粘结剂膜层的成分有聚二甲基硅氧烷等，可在

柔性基板上固化成橡胶类固体，使得硅酮粘结剂膜层与所述柔性基板紧密粘结，从而起到

过渡层作用，并使得硅胶壳体与柔性基板之间紧密粘结，从而加强柔性电子设备的粘接强

度以及稳定性。

[0017] 上述技术方案中所提供的柔性电子设备的组装方法，通过在所述柔性基板的粘合

面上涂硅酮粘结剂，再进行烘烤以使硅酮粘结剂形成硅酮粘结剂膜，使得硅酮粘结剂膜层

与所述柔性基板紧密粘结，从而起到过渡层作用，还通过在在所述硅胶壳体的粘合面上涂

液体硅橡胶以及合模，使得硅胶壳体与柔性基板之间紧密粘结，从而加强柔性电子设备的

粘接强度以及稳定性。

附图说明

[0018] 图1为本发明实施例提供的柔性电子设备的爆炸结构示意图。

[0019] 图2为图1的柔性基板和电子器件部分示意图。

[0020] 图3为本发明实施例提供的柔性电子设备的组装工艺中合模前的爆炸结构示意

图。

[0021] 图4为本发明实施例提供的柔性电子设备的组装工艺中合模后的剖视图。

[0022] 图5为图4所示A处的局部放大示意图。

[0023] 附图符号说明：

[0024] 1.柔性基板；2.电子器件；3.硅胶壳体；4.液体硅橡胶层；5.硅酮粘结剂膜层；6.组

装治具下模；7.组装治具上模。

具体实施方式

[0025] 以下将结合附图，对本发明进行更为详细的描述，需要说明的是，下参照附图对本

发明进行的描述仅是示意性的，而非限制性的。各个不同实施例之间可以进行相互组合，以

构成未在以下描述中示出的其他实施例。

[0026] 请参阅图1‑图2，本发明实施例提供了一种柔性电子设备，包括：柔性基板1、电子

器件2、硅胶壳体3、液体硅橡胶层4、硅酮粘结剂膜层5。其中，所述电子器件2设置于所述柔

性基板1内表面上，硅胶壳体3设置于所述柔性基板1一侧；柔性基板1和硅胶壳体3之间通过
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液体硅橡胶层4和硅酮粘结剂膜层5粘结，且所述液体硅橡胶层4粘结于所述硅胶壳体3内表

面上，硅酮粘结剂膜层5粘结于所述柔性基板1内表面上。

[0027] 上述技术方案中，硅酮粘结剂膜层的成分有聚二甲基硅氧烷等，可在柔性基板上

固化成橡胶类固体，使得硅酮粘结剂膜层与所述柔性基板紧密粘结，从而起到过渡层作用，

并使得硅胶壳体与柔性基板之间紧密粘结，从而加强柔性电子设备的粘接强度以及稳定

性。

[0028] 作为优选的实施方式，所述液体硅橡胶层的厚度为0.1mm～0.2mm，在此厚度下硅

胶壳体与柔性基板之间具有更好的粘结效果。

[0029] 本实施例中柔性电子设备可用作可穿戴医疗设备等，其中所述柔性基板可以为

PET板、PC板、PP板、TPE板或TPU板等，电子器件2可包括PCBA、电池、生物电探头、传感器、芯

片等。

[0030] 请参阅图3‑图5，本发明实施例还提供了一种柔性电子设备的组装方法，包括以下

步骤：将硅胶壳体3放入组装治具下模6，然后在所述硅胶壳体3 的粘合面上涂液体硅橡胶；

在所述柔性基板1上设置所述电子器件2，然后在所述柔性基板1的粘合面上涂硅酮粘结剂，

再进行烘烤以使硅酮粘结剂形成硅酮粘结剂膜5；将烘烤后的所述柔性基板和所述电子器

件放置于所述硅胶壳体3的内表面上，使所述硅酮粘结剂膜层5和液体硅橡胶层4相互连接，

从而得到组装治具下模组件；将组装治具上模7和所述组装治具下模组件进行合模，然后经

定型工艺后取出，得到所述柔性电子设备。

[0031] 当产品用胶水粘合的两中材料为所述硅胶壳体3与柔性基板1时，两种材质硬度差

异大，且所述柔性基板1表面张力低，直接使用液体胶粘合组装产品无法通过可靠行测试，

引入所述硅酮粘结剂膜层5，能够准确控制液体胶厚度，从而加强粘接强度和稳定性，延长

产品的使用寿命。

[0032] 作为优选的实施方式，所述硅胶壳体3放入组装治具下模6时，组装治具下模6的安

装槽与所述硅胶壳体3一一对应，将液体硅橡胶涂抹与硅胶壳体内侧避开所述电子器件2的

安装槽的粘合面上。

[0033] 作为优选实施方案，将硅酮粘结剂涂抹于柔性基板内侧避开电子器件的粘合面

上，再进行烘烤，烘烤温度为40℃‑65℃，烘烤时间为20min‑50min。优选的，烘烤温度65℃，

烘烤时间20min；或烘烤温度40℃，烘烤时间50min；使硅酮粘结剂形成所述硅酮粘结剂膜层

5。

[0034] 作为优选实施方案，所述液体硅橡胶可选自型号为DC3145的产品；所述硅酮粘结

剂可选自型号为MH132的产品。

[0035] 作为优选实施方案，所述电子器件2包括PCBA、电池、生物电探头、传感器、芯片；所

述柔性基板1材料为PET。

[0036] 作为优选实施方案，将烘烤后的所述柔性基板1和所述电子器件2放置于所述硅胶

壳体3的内表面上，所述电子器件2和所述硅胶壳体3的安装槽一一对应安装，使所述硅酮粘

结剂膜层5和液体硅橡胶层4相互连接，从而得到组装治具下模组件；将组装治具上模7和所

述组装治具下模组件进行合模。

[0037] 作为优选实施方案，组装治具上模7和所述组装治具下模组件合模后，所述液体硅

橡胶层4的厚度为0.1mm～0.2mm。组装治具上模7和所述组装治具下模组件合模后，模腔高
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度为0.75mm。

[0038] 作为优选实施方案，组装治具上模7和所述组装治具下模组件合模后，在所述组装

治具上模7  施加60kg压力持续施压16分钟，然后去除压力，再静置80分钟后取出设备，取出

后再静置固化24小时。

[0039] 性能测试：本实施例提供的组装方法所得到的柔性电子设备，能够通过  20N拉力

测试并能够通过23天的温度为65℃湿度为95mb的高温高湿测试和  10天的冷热冲击测试。

[0040] 上述实施方式仅为本发明的优选实施方式，不能以此来限定本发明保护的范围，

本领域的技术人员在本发明的基础上所做的任何非实质性的变化及替换均属于本发明所

要求保护的范围。
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图2

说　明　书　附　图 1/3 页

7

CN 112930106 B

7



图3

图4
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图5
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